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摘要(译)

描述了微LED和微驱动器芯片集成方案。在一个实施例中，微驱动器芯片包括形成在微驱动器芯片的底表面中的多个沟槽，每个沟
槽围绕在微驱动器芯片主体的底表面下方延伸的导电螺柱。另外描述了集成方案，用于提供与导电端子触点和键合到显示器基板并
且与微驱动器芯片相邻的微LED的电连接。
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